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Ein Beispiel für die Verwendung kleinster Bauteile:

Im Ohr Kopfhörer mit Blue Tooth Schnittstelle und Sensoren

Funktionen: Music Player + Schrittzähler + Pulsmessung + Anruf Annahme Smart Phone



Größenvergleich kleinster SMT Bauteile : 0603“, 0402“, 0201“, 0402 m, 0201 m

ASM Assembly Systems

Salz Kristalle

0603“ (1,5 x 0,75 mm)

0402“ (1,0 x 0,5 mm)
1 mm

0201“ (0,6 x 0,3 mm)

0402m metrisch (0,4 x 0,2 mm)

0201m metrisch (0,25 x 0,125 mm)
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Wo geht die Reise hin?

Bauteil Größe
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Immer höhere Bestückdichte
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Typisch und erreichbar:  100 µm Gap  

Bestehende Anforderungen: 75 µm Gap derzeit im Test

50 µm Gap derzeit im Test

0201m



Bauteil Trend bei MLCC Kondensatoren    Source: Murata Report of „Information Meeting 2017“ published on Murata web-site
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2 x 4 x



0201m Bauteile  verschiedener Hersteller
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0201m Widerstand

0201m Induktivität

0201m Widerstand

0201m Kondensator

0201m Widerstand

Herausforderung:

Unterschiedliche Anschlussflächen

Unterschiedliche Dicken

Unterschiedlicher Lot Bedarf



Pipette für 0201m Bauteile
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Ø 650 µm



Pickup

Touch less Pick-up
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▪ Z-Achse fährt nach unten bis 
das BE berührt wird

▪ Dann fährt die Z-Achse nach 
oben und saugt das BE an

Normales Pick Up

▪ Z-Achse fährt bis auf eine 
bestimmte Höhe über dem 
Bauteil nach unten

▪ Das BE wird angesaugt und 
fliegt an die Pipette

Touchless Pick Up

Gurt

Pipette

stoppt

Pipette

stoppt
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0201m:  Bestück Prozess mit Kontaktloser Abholung des BE



Wiederholbar exakte Abholung des Bauteils aus dem Gurt durch

automatische Taschen Erkennung und XY Abholposition Lernen
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Die BE-Taschen Position im Gurt wird automatisch 

vermessen mit der LP-Kamera, um eine exakte 

zentriete Abholung des 0201m Bauteils zu erreichen

Automatische Korrektur der Abholposition 

entsprechend dem gemessenen Versatz zwischen BE 

und Pipetten Mitte für nachfolgende Bauteile

Gemessener Versatz

Kompensation

angewandt bei

BE-Abholung

Die gemessene Abweichung von BE-

Mitte zu Pipetten Mitte wird für die 

Abholung des nächsten

Bauteils berücksichtigt



GenauigkeitGenauigkeit

Bestück Maschine

Faktoren die, die erreichbaren Pad zu Pad Abstände beeinflussen
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Ein wichtiger Einfluss ist die Genauigkeit der Bestückung

Mögliches

kleinstes

Gap

Drucker

Schablone Leiterplatte Lotpaste

SPI / AOI

Bestück Reihenfolge

Schneid Methode

Design   

Material   

Genauigkeit

LP-Unterstützung

Rakel Ausführung Pipetten Design  

Coating   

Dimensionsstablität

Kupfer Dicke

Ätz Methode

Migrations Gefahr

Lötstopp Maske

Pulver Typ

Öffnungs Area Ratio    

LP-Unterstützung

Viskosität

Rheologie

Abschattung

Höhen Referenz

LP-Unterstützung

Reflow Lötanlage

Schablonen Reinig. 



Beschreibung der Testleiterplatte für 0201m
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100 mm

200 mm

75 mm

0201m

125 mm

03015m

0402m



ASM Pad Design Varianten für 0201m
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file:///C:/_Data/Daten/Themen/03015/Project_Foxconn_2016/Printtest_Type6-pastes/Bilder_Testboard/Video-Varianten2.avi


Perfekt Bedruckt und 

präzise Bestückt.
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2 mm

40 Bauteile 0201m

Pro Layout Variante

file:///C:/_Data/Daten/Themen/03015/Project_Foxconn_2016/Ashmore/60um Stencil/Almit T6 Assembly/Almit T6 Board 6 Placement a.jpg


Lotpaste A / Typ 6 / 60 µm Schablone / 0201m-P3-00-TE40-50
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Bedruckt Bestückt Gelötet



Lotpaste A / Typ 6 / 60 µm Schablone / 0201m-P3-00-TM40-50
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Bedruckt Bestückt Gelötet



Lotpaste A / Typ 6 / 60 µm Schablone / 0201m-P3-00-TE60-50
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Bedruckt Bestückt Gelötet



Lotpaste A / Typ 6 / 60 µm Schablone / 0201m-P3-00-TM60-50 
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Bedruckt Bestückt Gelötet



Lotpaste A / Typ 6 / 60 µm Schablone / P2-00-TM40-50
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Bedruckt Bestückt Gelötet



LP-Design P4 mit 50, 75 und 100 µm „Pad to Pad“ Abstand
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50 µm 75 µm 100 µm



LP-Design P1 mit 50, 75 und 100 µm „Pad to Pad“ Abstand
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50 µm 75 µm 100 µm



Typischer Schönheits-Fehler
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Layout Grenzen für 0201m Bauteile
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Verschwommene Bauteile je Variante nach dem Reflow-Löten
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60 µm Schablone  / Fehleranzahl je Variante 

P1 P2 P3

Lotpaste A

Lotpaste A

Lotpaste B

Leiterbahn- und 

Abstandsvarianten

Layout Varianten

Pad-Layout P1 P2 P3 P4

B in µm 150 150 150 125

L in µm 140 140 130 140

Schablonendicke in µm AR mit 12,5 µm umlaufend Reduktion

50 0,60 0,60 0,57 0,53

60 0,50 0,50 0,48 0,45



Vergleich Lotpasten Typ 5 / Typ 6  - mit 60µm Schablone gedruckt
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Berechnungsbeispiel für resultierende

Lotvolumina abhängig von Schablonen

Dicke und Kugeldurchmesser
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Schablonendicke 50 µm 60µm

Kugeldurchmesser 10 µm 18 µm 10 µm 18 µm

Max. mögliche komplette 

Kugellagen
6 3 7 3

Max. Prozentuale Füllung 

der Apertur mit Lot(kugeln)
≈74 % ≈74% ≈74 % ≈61 %



Zusammenfassung der Tests
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• Größter Einflussfaktor im Test ist das Leiterplattendesign, genauer gesagt die Pad-
Geometrie und wie die Anbindung des Pads durch Leiterbahnen erfolgt.

• Die Auswahl des Lotpasten Typs (5 oder 6), in Zusammenspiel mit der Schablonen-
dicke und das Area Ratio, müssen gemeinsam betrachtet werden. 

• Die resultierende Lot Menge muss so bemessen sein, dass es zu keinem Überangebot 
kommt. Nur „so viel wie nötig“ um eine stabile Lötverbindung herzustellen.

• Große Leiterplatten (Nutzen) sind kontraproduktiv wegen der Herstellungsbedingten 
Dehnung / Stauchung der Leiterplatte. Bereits 20 bis 30 µm / 100 mm LP-Länge sind 
kritisch beim Lotpastendruck.

TE-40

TM-40

TE-60

TM-60



Stay informed via Blog:

Smart SMT Factory Forum

All videos & animations 

on YouTube

Professional network 

on Xing and LinkedIn

Latest information 

on facebook

All ASM online tools

at a glance  MyASM

ASM Newsletter

Thank You

Name and E-Mail

http://www.smart-smt-factory-forum.com/
http://www.youtube.com/c/ASMSMTSolutions
http://www.xing.com/companies/asmassemblysystems
http://www.linkedin.com/company/asm-assembly-systems
http://www.facebook.com/ASMAssemblySystems
http://www.asm-smt.com/
http://www.asm-smt.com/en/newsletter

